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Carte électronique ayant un connecteur externe

Domaine de l'invention

La présente invention concerne le domaine des cartes électroniques,
notamment du type bancaire, comprenant une unité électronique et/ou une
antenne incorporée(s) dans le corps de cette carte et un connecteur
externe agencé dans une cavité de ce corps de carte et présentant une
pluralité de plages de contact agencées sur une face externe d'un support
isolant formant ce connecteur. Cette pluralité de plages de contact sont
reliées a une pluralité de plages de contact internes correspondantes qui
sont reliées a ladite unité électronique et/ou ladite antenne et qui
apparaissent dans la cavité ou qui sont électriquement reliées a une
pluralité de plages de contact intermédiaires apparaissant dans cette

cavité.

Arriere-plan technologique

Aux figures 1A et 1B est représenté schématiquement un procédé
industriel classique de fabrication de cartes électroniques du type
mentionné ci-dessus. On fabrique premiérement un connecteur 2 et un
corps de carte 12 présentant une cavité 14 destinée a recevoir le
connecteur 2. Ce connecteur comprend des plages de contact externes 4
agencées sur une face externe du support 6 et des plages de contact
internes 8 agencées sur la face interne de ce support. Les plages externes
4 sont reliées électriquement aux plages internes 8 par des moyens connus
de I'homme du métier. Le corps de carte 12 comprend une pluralité de
plages de contact 16 destinées a étre connectées aux plages 8. Ces plages
16 apparaissent a une surface horizontale (paralléle au plan général de la
carte) de la cavité 14. Chaque plage de contact 16 est formée d'une
brasure 18, notamment de I'étain, déposée sur une plage interne 20 du
corps de carte 12. Les plages 20 sont agencées a la surface d'un support

22 associé a une unité électronique et/ou une antenne incorporée dans le
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corps de carte 12 et reliée électriquement a ces plages 20 via un circuit
électrique.

Un film de colle conductrice 10 et le connecteur 2 sont apportés dans
la cavité 14 du corps de carte 12, le film de colle 10 étant agencé entre le
fond de la cavité 14 et le connecteur 2. A l'aide d'une presse chauffante 26,
le connecteur est fixé au corps de carte 12. A la figure 2 est représentée
partiellement une carte 28 obtenue par le procédé de l'art antérieur décrit
ici. Selon ce procédé classique, la colle conductrice 10 forme une couche
entre les plages de contact internes 8 et les plages de contact 16 situées
au niveau de la surface horizontale définissant le fond de la cavité 14.

Divers tests effectués sur les cartes du type de celui de la figure 2 et
lanalyse des cartes défectueuses retournées par divers utilisateurs
montrent que les connections électriques entre le connecteur externe 2 et
les plages de contact 16 apparentes dans la cavité 14 ne sont pas fiables.
Les cartes électroniques, notamment les cartes bancaires, doivent pouvoir
subir diverses contraintes mécaniques étant donné que les utilisateurs les
portent généralement soit dans leur portemonnaie, soit dans un porte-carte
flexible. Les flexions ou les torsions subies par les cartes 28 avec des
paires de plages de contact collées I'une a l'autre peuvent engendrer un
décollement local au niveau de ces plages de contact ou méme des
interstices qui rompent alors la connexion électrique. Ainsi, de telles cartes

électroniques ont un probléme de longévité.

Il est connu du document DE 197 32 645 une carte électronique
dans laquelle est incorporée une antenne. Cette carte comprend un
évidement, dans lequel apparaissent a une surface horizontale deux
premiére plages de contact respectivement reliés électriquement aux deux
extrémités de lantenne, et un module électronique introduit dans
I'évidement, ce module ayant deux secondes plages de contact reliées
électriquement aux deux premiéres plages. Chaque premiére plage est
définie par la surface supérieure d’une bosse métallique tronquée. Pour

établir la connexion électrique entre les premiéres et secondes plages, il est
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prévu de déposer sur les premiéres ou secondes plages soit une colle
conductrice, soit une brasure permettant d’effectuer une soudure entre ces
plages. La deuxieme alternative permet d’obtenir des connexions plus
robustes et électriguement meilleures. Cependant, la réalisation d’une
soudure nécessite un apport de chaleur relativement important pour
atteindre la température de soudage. Ce document propose d’apporter la
chaleur au travers du support du module électronique, lequel est
généralement constitué par un matériau isolant qui est un mauvais
conducteur thermique, par exemple une résine renforcée ou du plastique.
Un apport de chaleur important sur ce support risque de le déformer et

méme d’endommager le module électronique.

Il est connu du document WO 97/34247 une carte électronique du
type décrit ci-avant ou la brasure prévue entre les plages de contact est
incorporée dans un film de colle. La brasure est incorporée notamment
dans des ouvertures effectuées dans ce film de colle, lequel est ensuite
apporté contre le substrat du module électronique de maniére que la
brasure soit superposée aux plages de contact internes de ce module.
Finalement la colle est activée et la brasure est fondue par un apport de
chaleur au travers du support isolant du module électronique. On a donc le
méme probléeme que dans le document précédent. De plus, I'apport de
brasure dans des ouvertures d’un film de colle avant que celui-ci soit
assemblé au module électronique pose des problémes de fabrication, car il
n’est pas évident d’assurer le maintien de la brasure dans les ouvertures du
film de colle jusqu’a son assemblage au module électronique. Ainsi, dans
une variante, il est prévu d’introduire des particules conductrices dans un

film de colle dans les zones prévues pour les soudures.

Ce document WO 97/34247 propose encore un mode de réalisation
particulier représenté a la figure 2. Dans ce cas, il est prévu un module
avec des premiéres plages de contact externes, lesquelles sont reliées
électriquement aux secondes plages de contact affleurant une surface
horizontale du logement prévu dans le corps de carte par des canaux

remplis de brasure qui sont réalisés au travers du support isolant du module
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électronique et des premiéres plages de contact externe. Ce mode de
réalisation pose plusieurs problémes. Premiérement, le remplissage des
canaux avec de la brasure n’est pas assuré une fois la brasure fondue. En
particulier si la brasure introduite dans les canaux est initialement sous
forme de pate pour faciliter son introduction dans ces canaux, sa fusion lors
de lassemblage engendre une contraction de cette brasure et le lien
matériel avec la surface latérale des trous dans les plages externes n’est
pas garanti, d'autant plus que [I'épaisseur des plages externes est
relativement faible. Ensuite, le trou effectué dans la plage de contact
externe donne a la carte un caractere inesthétique qui n’est pas compatible
avec une carte de qualité. Ce risque semble confirmé par le dessin de la
figure 2 du document WO 97/34247 ou la brasure est en-dessous du
niveau de la surface supérieure des plages externes. Il y a donc un réel
probléme de fiabilité. Finalement, de tels trous dans les plages externes
posent un probléme pour les lecteurs, lesquels possédent généralement
des patins presseurs ou des aiguilles de contact qui risquent d'étre
endommagés lors de lintroduction et du retrait de la carte dans ce lecteur.
De plus, la brasure fondue et solidifiée (par exemple de [I'étain) est
généralement bien plus tendre que le métal formant les plages externes
(cuivre avec un flash en or). Ainsi, si les trous des plages externes étaient
remplis correctement de brasure, les patins presseurs ou les aiguilles d’un
lecteur vont lors des introductions et retraits de la carte étendre la brasure
sur les plages externes. Ceci a plusieurs conséquences négatives :
Premierement, la téte du lecteur est encrassée par la brasure.
Deuxiemement, si la quantité de brasure étendue est relativement
importante, on peut méme avoir I'établissement d’un court-circuit entre
deux plages de contact. Troisiemement, les plages de contact sont aussi
encrassées par la brasure étendue; ce qui est inesthétique et pas
acceptable. Quoi qu’il en soit, de toute maniére, on comprend que les
canaux de brasure doivent nécessairement présenter un faible diameétre
pour que les trous résultants dans les plages externes soient aussi petits
gue possible et ainsi limiter les probléemes susmentionnés. Cependant,
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avec de petits canaux de brasure, il est difficile d’apporter la chaleur
nécessaire a une soudure jusqu’au niveau des secondes plages de contact

de l'antenne.

Résumé de l'invention

Le but de la présente invention est de fournir une carte électronique
avec un connecteur externe qui pallie les inconvénients de l'art antérieur
tout en permettant une soudage efficace entre les plages de contact
externes du connecteur et les plages de contact internes du corps de carte.

A cet effet, la présente invention concerne une carte électronique
comprenant :

- un connecteur externe qui comprend un support isolant, définissant
une face externe et une face interne opposées l'une a l'autre, et une
pluralité de plages de contact métalliques externes qui sont agencées sur la
face externe de ce support isolant;

-un corps de carte présentant un logement dans lequel le
connecteur externe est agencé;

- une unité électronique et/ou une antenne incorporée(s) dans le
corps de carte et reliée(s) électriguement a une pluralité de plages de
contact métalliques internes qui sont agencées sous le connecteur externe
et respectivement alignées sur la pluralité de plages de contact métalliques
externes selon une direction perpendiculaire a la face externe du support
isolant;
la pluralité de plages de contact métalliques externes étant respectivement
reliées électriquement a la pluralité de plages de contact métalliques
internes par une pluralité de parties métalliques qui sont formées chacune
au moins partiellement par une brasure et qui traversent ledit support
isolant par des ouvertures respectives prévues dans ce support isolant ;
cette carte électronique étant caractérisée en ce que la pluralité de parties
métalliques sont respectivement couvertes par la pluralité de plages de

contact métalliques externes qui ferment les ouvertures du support isolant
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du cb6té de sa face externe, cette pluralité de parties métalliques formant
respectivement des ponts de jonction entre les surfaces arrieres de la
pluralit¢ de plages de contact métalliques externes et ladite pluralité de
plages de contact métalliques internes.

En particulier, les parties métalliques présentent dans les ouvertures
du support isolant un diametre suffisamment grand pour canaliser, lors de
la fabrication de la carte électronique, un apport de chaleur au travers de ce
support isolant qui soit suffisant pour fondre la brasure située au niveau de
la face interne du support isolant ou au-dessous et réaliser ainsi un

soudage du connecteur a la pluralité de plages de contact métalliques

internes.

Selon un mode de réalisation général, les parties métalliques
présentent dans les ouvertures du support isolant un diamétre supérieur a
0,2 mm (200 pm). Selon une variante préférée, les parties métalliques
présentent dans les ouvertures du support isolant un diamétre supérieur a
0,5 mm (500 pm).

Selon un mode de réalisation préféré, les ouvertures dudit support

isolant sont au moins en majeure partie remplies de brasure.

La présente invention concerne é€galement un connecteur externe
destiné a étre logé dans une cavité d’'une carte électronique comprenant
dans son corps de carte une unité électronique et/ou une antenne, ce
connecteur comprenant un support isolant, présentant une face externe et
une face interne opposées l'une a l'autre et une pluralité d’ouvertures, et
une pluralité de plages de contact métalliques externes qui sont agencées
sur la face externe de ce support isolant. Ce connecteur est caractérisé en
ce que la pluralité douvertures sont respectivement couvertes par la
pluralit¢é de plages de contact métalliques externes qui ferment ces
ouvertures du cbté de la face externe du support isolant, et en ce que la
pluralité¢ d’ouvertures sont remplies au moins en majeure partie d’'une

brasure.
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Grace aux caractéristiques de la carte électronique selon l'invention
et en particulier du connecteur externe, les connections électriques entre ce
connecteur externe et les plages de contact de l'unité électronique et/ou de
I'antenne incorporée dans le corps de la carte sont effectuées au moyen de
soudures robustes réalisées sans aucun dommage a l'unité électronique et

sans déformation du corps de carte.

Bréve description des dessins

La présente invention sera décrite ci-apres a l'aide de la description
détaillée suivante, faite en référence aux dessins annexés, donnés a titre

d'exemples nullement limitatifs, dans lesquels:

- les Figures 1A et 1B, déja décrites, montrent schématiquement un
procédé de fabrication classique de cartes électroniques de I'art antérieur;

- la Figure 2, déja décrite, est une coupe partielle d'une carte de l'art
antérieur;

-la Figure 3 montre schématiquement les divers éléments
intervenant dans un premier mode de mise en ceuvre d’'un procédée de
fabrication avantageux pour réaliser des cartes électroniques selon
l'invention;

-les Figures 4A et 4B montrent respectivement deux étapes du
premier mode de mise en ceuvre du procedé de fabrication;

- la Figure 5 est une coupe partielle d'une carte électronique obtenue
par le premier mode de mise en ceuvre du procédé de fabrication;

- la Figure 6 montre une étape d'une variante du premier mode de
mise en ceuvre du procédé de fabrication;

-la Figure 7 est une coupe partielle d'une carte obtenue par la
variante du procédé selon la Figure 6;

- les Figures 8A a 8E montrent schématiquement les diverses étapes
d'un deuxiéeme mode de mise en ceuvre d’'un procédé de fabrication

avantageux pour réaliser des cartes électroniques selon l'invention;
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-la Figure 9 est une coupe partielle d'une carte obtenue par le
deuxiéme mode de mise en ceuvre du procédé de fabrication;

-la Figure 10 est une vue de dessus d'un premier mode de
réalisation d'un connecteur externe selon l'invention;

-la Figure 11 est une vue schématique en coupe, selon la ligne
XI-Xl, du connecteur externe de la Figure 10;

-la Figure 12 est une coupe partielle d'un premier mode de
réalisation d'une carte électronique selon l'invention;

-la Figure 13 est une coupe partielle d'un deuxieme mode de
réalisation d'une carte électronique selon l'invention;

-la Figure 14 est une coupe partielle d'un deuxieme mode de
réalisation d'un connecteur selon l'invention;

-la Figure 15 est une coupe partielle d'un troisieme mode de
réalisation d'une carte électronique selon l'invention;

-la Figure 16 est une coupe partielle d'un quatrieme mode de
réalisation d'une carte électronique selon l'invention;

-la Figure 17 est une coupe partielle d'un troisieme mode de
réalisation d'un connecteur selon l'invention;

-la Figure 18 est une coupe partielle d’'une variante du troisieme
mode de réalisation d'une carte électronique;

-la Figure 19 est une coupe partielle d'un quatrieme mode de
réalisation d'un connecteur selon l'invention;

-la Figure 20 est une premiére variante du quatrieme mode de
réalisation d’un connecteur;

-la Figure 21 est une variante du quatriéme mode de réalisation
d'une carte électronique;

-la Figure 22 est une deuxiéme variante du quatrieme mode de
réalisation d’un connecteur;

- les Figures 23A et 23B montrent deux variantes du troisieme mode
de réalisation d'un connecteur;

- les Figures 24A et 24B montrent deux variantes d’'un cinquiéme

mode de réalisation d’'un connecteur selon l'invention;
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-la Figure 25 est une coupe partielle d'un cinquieme mode de
réalisation d'une carte électronique selon l'invention; et
-la Figure 26 est une coupe partielle d'un sixieme mode de

réalisation d'une carte électronique selon l'invention.

Description détaillée de l'invention

A l'aide des figures 3, 4A et 4B, on décrira un premier mode de mise
en ceuvre avantageux d'un procédé de fabrication de cartes électroniques
permettant de réaliser aisément des cartes électroniques selon I'invention,
lesquelles seront décrites ultérieurement. Les références déja décrites
précédemment ne seront pas décrites ici a nouveau en détail. A la Figure 3
sont représentées trois éléments distincts intervenant dans la fabrication de
la carte électronique. Il s'agit du connecteur externe 32, du film de colle
ajouré 36 et du corps de carte 12 similaire a celui décrit précédemment.

Le connecteur externe 32 comprend un support 6 a la face externe
duquel sont agencées des plages de contact externes 4. Sur la face interne
33 du support 6 est agencée une premiere pluralité de plages de contact
internes 34 formée de contacts métalliques dont I'épaisseur est prévue
sensiblement égale a I'épaisseur du film de colle 36, par exemple entre 30
et 80 microns (30-80 um). Ce film de colle thermocollante présente une
pluralité d'ouvertures 37 dont l'agencement correspond a la premiére
pluralité¢ de plages de contact internes 34 du connecteur externe 32. Le
corps de carte 12, dans lequel est incorporé au moins une unité
électronique et/ou une antenne (non représentées sur les figures) présente
une cavité 14 prévue pour le connecteur 32. A la surface 15 de cette cavité
apparait une deuxiéme pluralité de plages de contact 16 reliées
électriquement a ladite unité électronique et/ou ladite antenne incorporée

dans le corps de carte.

Pour assembler le connecteur 32 au corps de carte 12, il est prévu
dans une variante d'apporter un film de colle ajouré 36 qui est agencé
contre la surface 15 de la cavité 14. Ensuite, le connecteur externe 32 est
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apporté dans la cavité avec sa face interne 33 en appui contre le film de
colle 36. Les premiere et deuxieme pluralités de plages de contact 34 et 16
sont agencées de maniére a étre situées l'une en face de l'autre lorsque le
connecteur 32 est introduit dans la cavité 14. Le film de colle 36 est
découpé sensiblement aux dimensions de la cavité 14 qui sont
sensiblement ajustées a celles du support 6. Les ouvertures 37 prévues
dans le film de colle 36 sont réalisées de maniere a ce que ces ouvertures
soient alignées sur les paires de plages de contact correspondantes 16 et
34 situées l'une en face de l'autre. Les ouvertures 37 présentent des
dimensions égales ou légérement supérieures a celles des plages de
contact internes correspondantes 34. On apporte dans cette variante
séparément le connecteur 32 et le film de colle 36 dans la cavité 14, la
premiere pluralité de plages de contact 34 étant introduite dans les
ouvertures 37 du film de colle. Grace a 'agencement du connecteur et du
film de colle, les plages de contact internes 34 sont alors soit en appui
contre les plages de contact 16 du corps de carte 12, soit situées a tres
faible distance de celles-ci. A l'aide d'une presse chauffante 26, comme
montré a la Figure 4A, on effectue ensuite le collage du connecteur externe
32 a la surface 15 de la cavité 14. De préférence, une pression suffisante
est exercée sur le connecteur 32 pour assurer un contact physique entre
les contacts métalliques 34 et les plages correspondantes 16. La cavité 14
définit ainsi un logement pour le connecteur 32 qui adhére a la surface 15
de cette cavité au moyen de la colle 36 située entre cette surface 15 et la
face interne 33 du connecteur 32.

Dans une autre variante, le film de colle est agencé contre la face
interne 33 du connecteur avant I'apport de ce dernier dans le logement du
corps de carte. Dans cette étape préliminaire, il faut seulement s’assurer
que le film de colle adhére suffisamment au connecteur pour qu’il reste
solidaire de ce dernier lors de sa manipulation jusqu’a l'introduction dans

son logement.

On notera ici que dans les variantes décrites, la colle prévue est
apportée sous la forme d'un film de colle thermocollante. Cependant, dans
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d'autres variantes non décrites, cette colle peut étre amenée d'autres
maniéres, notamment sous la forme d'un liquide visqueux ou de pate
déposée dans certaines zones de la face interne 33 du support 6 ou de la
surface 15 définie par le fond de la cavité 14. Toutefois, ces derniéres
variantes sont délicates étant donné qu'il est prévu que la colle ne recouvre

pas les contacts métalliques épais 34.

Selon une variante particuliére, les plages de contact internes 34 du
connecteur 32 sont réalisées par un dépdt galvanique sur des plages
métalliques d'un circuit imprimé sur la face interne 33 de ce connecteur.
Selon une autre variante, les plages de contact internes sont réalisées par
sérigraphie ou par une technologie similaire permettant de déposer
précisément une brasure sous forme de pate avec une épaisseur
déterminée correspondant sensiblement a I'épaisseur du film de colle (par
brasure, on comprend un métal ou une pate métallique qui fond a une
température appropriée a un soudage avec apport de matiere métallique,
de préférence inférieure a 1000°, c’'est-a-dire un brasage). Le connecteur
est avantageusement passé dans un four pour sécher cette pate de
brasure (par exemple une pate d’étain) de sorte qu’elle durcit ou pour
fondre cette pate de maniere contr6lée afin d’obtenir aprés solidification
des plages de contact internes en métal compact (sans air et/ou liquide
additionnel). Finalement, dans une autre variante, les plages de contact
internes 34 sont réalisées par un dispositif de dépdt de doses de brasure,
sous forme de pate ou de préférence sous forme liquide (métal fondu), de
maniére localisée dans les zones prévues (en particulier sur les plages
métalliques initiales d'un circuit imprimé). Dans le cas d’'un apport sous
forme de péate, la surface des plages résultantes n’est pas nécessairement
plane. Ici aussi le connecteur est avantageusement passé dans un four
pour sécher cette pate de sorte qu’elle durcit ou pour fondre cette pate de
brasure de maniére contrdlée. Dans tous les cas, on viellera a ce que la
dose de brasure présente un volume sensiblement égal a celui défini par
I'ouverture prévue dans le film de colle lors de I'apport du connecteur dans
la cavité du corps de carte.
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Dans une autre variante non représentée, I'apport de brasure prévu
pour compenser la hauteur du film de colle est effectué non sur la face
interne 33 du connecteur, mais sur les plages 16 apparentes dans la cavité
du corps de carte. Dans ce cas également, la dose de brasure apportée sur
chaque plage 16 est déterminée pour que son volume corresponde
sensiblement a celui de I'ouverture 37 correspondante du film de colle ou
soit légérement inférieur. Dans le cas ou la brasure est apportée sous
forme de pate, le corps de carte est avantageusement passé dans un four
pour sécher cette pate de sorte qu’elle durcit ou pour fondre cette pate de
brasure de maniere contr6lée. Les plages de contact a la face interne du
connecteur sont dans la présente variante de faible hauteur (par exemple
entre 5 et 10 microns, ce qui est une épaisseur classique pour un circuit
imprime).

Dans la variante décrite aux Figures 3 et 4A/4B, la deuxieme pluralité
de plages de contact 16 est formée par une brasure 18 déposée sur une
troisieme pluralité de plages de contact 20 agencée a la surface d'un
support 22 associée a l'unité électronique et/ou l'antenne et incorporée
dans le corps de carte 12.

Dans le cas ou les plages contact externes 34 comprennent une
brasure ou dans l'alternative susmentionnée avec un apport de brasure sur
les plages 16 du corps de carte, les plages de contact au fond de la cavité
14 peuvent étre formées directement par la troisieme pluralité de plages de
contact 20 qui définissent alors les plages 16 affleurant la surface 15 de la
cavité. Ces plages 20 peuvent présenter une certaine épaisseur obtenue
notamment par un dépbt galvanique relativement épais. Chaque plage 16
peut dans une autre variante étre formée par un plot ou une languette de

métal, par exemple du cuivre, agencée sur la plage 20 du circuit imprimé.

Une fois le connecteur 32 collé dans la cavité 14 au moyen d'une
presse chauffante 26, la colle 36 entoure les contacts métalliques épais 34.
Ces contacts métalliques aprés I'étape de collage sont agencés contre les
plages de contact 16. Il est alors prévu, comme représenté a la Figure 4B,
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un apport de chaleur au travers du connecteur 32 pour effectuer un
soudage de la premiére pluralité de plages de contact 34 a la deuxieme
pluralité de plages de contact 16. Un tel soudage est réalisé aisément étant
donné la présence de la brasure 18 et/ou d’une brasure formant au moins
partiellement les contacts métalliques épais 34. De préférence, I'apport de
chaleur pour le soudage est effectué de maniére localisée au moyen de
thermodes 40 d'un dispositif de soudage configuré pour souder
simultanément I'ensemble des connexions prévues. Cet apport de chaleur
localisé est effectué de maniére a ne pas endommager le corps de carte
12, en particulier a éviter des déformations de celui-ci.

Le procédé de fabrication décrit ci-avant permet d'obtenir notamment
la carte électronique 42 représentée partiellement en coupe a la Figure 5.
Les plages de contact externes 4 sont reliées électriquement aux contacts
métalliques épais 34. Ainsi, le connecteur externe 32 permet a un lecteur a
contacts résistifs d'accéder a l'unité électronique incorporée dans la carte
42. La soudure réalisée entre chaque plage de contact interne du
connecteur 32 et la plage de contact correspondante 20 agencée a la
surface du support 22 garantit une connexion électrique robuste entre le
connecteur externe et l'unité électronique et/ou I'antenne incorporée dans le
corps 12 de la carte 42. Une telle soudure assure une forte liaison entre les
plages de contact 34 et les plages de contact 20.

A la Figure 6 est représentée une variante du premier mode de mise
en ceuvre du procédé décrit ci-avant et a la Figure 7 est représenté
partiellement en coupe la carte électronique 52 résultant de cette variante.
Les références déja décrites précédemment ne seront pas décrites ici a
nouveau en détail. Cette variante concerne un connecteur externe 44 qui
comprend sur sa face interne 33 un circuit électronique 46, notamment un
circuit intégré, enrobé dans une résine 48. Ce connecteur externe 44 définit
ainsi un module électronique du type utilisé dans les cartes bancaires a
contacts résistifs externes. En particulier, la variante de réalisation des
Figures 6 et 7 concernent une carte connue sous le terme anglais "dual

interface", c'est-a-dire une carte électronique pouvant communiquer avec
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un lecteur a contact résistif et également avec un lecteur sans contact au
moyen d'une antenne agencée dans le corps de carte 12A. Ainsi, par
exemple, les deux plages de contact 16 apparaissant a la surface 15 de la
cavité 14A définissent deux plages de contact d'une antenne agencée sur
ce support 22 et incorporée dans le corps de carte 12A. Pour permettre de
loger le circuit intégré 46 et son enrobage de protection 48, la cavité 14A
comprend un évidement inférieur 50 sensiblement aux dimensions de
I'enrobage 48. Cet évidement 50 peut notamment traverser le support 22
comme représentées aux Figures 6 et 7. Les plages de contact internes 34
du connecteur 44 sont réalisées notamment de la méme maniére que

celles du connecteur 32 décrit précédemment.

A l'aide des Figures 8A a 8E on décrira ci-aprés un deuxiéme mode
de mise en ceuvre avantageux d'un procédé de fabrication de cartes
électroniques permettant de réaliser aisément des cartes électronique selon
linvention qui seront décrites ultérieurement. Les références déja décrites
précédemment ne seront pas décrites ici a nouveau en détail. Dans une
premiere étape, on apporte sur la face interne 33 d'un connecteur externe 2
un film de colle ajourée 36 présentant une pluralité d'ouvertures 37
correspondante a la pluralité de plages de contact interne 8 agencée sur
cette face interne 33. Le film de colle ajouré 36 est apporté avec une feuille
détachable 56 (papier siliconé) qui lui sert de support. Cette feuille
détachable adhere faiblement au film de colle 36. Le film de colle 36 est
posé sur la face interne 33 de maniére que les plages de contact internes 8
soient situées dans les ouvertures correspondantes 37 de ce film de colle.
Dans I'étape suivante, comme représenté a la Figure 8B, le film de colle 36
est appliqué contre la face interne 33 a l'aide d'une presse chauffante 26 de
maniére que ce film de colle 36 adhére correctement au support 6 du
connecteur 2. La feuille 56 est alors enlevée.

Dans I'étape suivante représentée schématiquement a la Figure 8C,
il est prévu d'apporter une brasure 62, notamment une pate d'étain, dans
les ouvertures 37 du film de colle 36. Cette brasure est apportée avec un
léger excés dans les ouvertures puis, a l'aide d'une lame 64, le surplus est
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enlevé et les surfaces externes de la brasure 62 sont aplanies
sensiblement au niveau de la surface externe du film de colle. Dans une
variante particuliére, la brasure est apportée par un dispositif muni d’au
moins une buse, ce dispositif déposant dans chaque ouverture 37 une dose
de brasure légérement supérieure au volume défini par cette ouverture.
Une fois étendue dans les ouvertures du film de colle, la pate métallique
peut ensuite étre séchée dans un four. Comme le film de colle est déja
appliqué contre le connecteur, on veillera a limiter la température de
séchage, par exemple entre 50°et 70°.

Une fois la brasure apportée dans les ouvertures du film de colle 36,
on obtient le connecteur externe 60. Il comprend un substrat 6 sur une
premiere face duquel sont agencées les plages de contact externes 4. Sur
la seconde face du support 6 sont agencées des plages de contact 8 et le
film de colle thermocollante 36 dont les ouvertures sont alignées sur les
plages de contact 8. Au-dessus des plages de contact 8, dans les
ouvertures du film de colle 36, est déposée une brasure 62, notamment
une pate d'étain.

Dans une étape ultérieure du deuxieme mode de mise en ceuvre du
procédé de fabrication, il est prévu d'apporter le connecteur externe 60
dans une cavité 14 du corps de carte 66. Comme dans le premier mode de
mise en ceuvre décrit précédemment, des plages de contact 16, formées
par une brasure 18 déposée sur des plages de contact 20 internes au corps
de carte 66, apparaissent a la surface du fond de la cavité. Les variantes
décrites précédemment pour la réalisation des plages de contact 16
peuvent également étre prévues ici. On remarquera que, dans tous les cas,
la brasure nécessaire a une bonne soudure est apportée dans les
ouvertures du film de colle. La pluralité de plages contact 16 est agencée
de maniére a étre située en face de la pluralité de plages de contact
internes 8 du connecteur 60. La brasure 62 déposée dans les ouvertures
du film de colle 36 vient directement toucher les plages de contact 16 du

b

corps de carte 66. Comme représenté a la Figure 8D, une presse
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chauffante 26 est utilisée pour activer le film de colle de maniére a fixer le
connecteur 60 au corps de cartes 66.

Ensuite, la presse chauffante est retirée et, dans la variante décrite
ici, un dispositif de soudage comprenant une pluralité de thermodes 40 est
apporté pour effectuer I'étape de soudage représentée schématiquement a
la figure 8E. On remarquera que les thermodes 40 sont appliquées contre
des zones des plages de contact externes 4, ces thermodes 40 étant
respectivement alignées sur les paires de plages de contact
correspondantes 8 et 20 entre lesquelles sont situées les brasures 18 et 62
superposées l'une a l'autre. La brasure 62 déposée localement dans les
ouvertures du film de colle définit une couche intermédiaire entre les deux
plages de contact de maniére a compenser I'épaisseur du film de colle 36
qui est situé entre la surface du fond de la cavité dans le corps de carte et
la face interne du connecteur 60 une fois ce dernier fixé au corps de carte.
Les thermodes 40 apportent de maniére locale une chaleur suffisante pour
fondre la brasure 62 et de préférence au moins partiellement la brasure 18
entre les paires de plages de contact correspondantes. Suite a cette
opération de soudage, on obtient la carte électronique représentée
partiellement en coupe a la Figure 9.

Dans la variante décrite ci-avant, le collage du connecteur externe
est réalisé par une presse chauffante 26 et le soudage des plages de
contact internes du connecteur deux plages de contact du corps de carte
est prévu dans une étape ultérieure a l'aide d'un dispositif de soudage
spécifique. Dans une variante de mise en ceuvre du procédé de fabrication,
il est prévu d'effectuer ces deux étapes de maniere combinée a l'aide d'un
dispositif capable de fournir d'une part la chaleur nécessaire au collage,
lequel s'effectue par exemple entre 100 et 150°C, et d'autre part de fournir
de maniére localisée aux plages de contact internes du connecteur une
chaleur suffisante pour effectuer le soudage prévu, par exemple a une
température comprise entre 500 et 600 °C.
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La carte électronique 76, obtenue notamment a l'aide du deuxiéme
mode de mise en ceuvre du procédé de fabrication, est caractérisée par
une connexion de la pluralité de plages de contact internes 8 a la pluralité
de plages de contact correspondantes 20 au moyen de soudures formées
par les brasures 18 et 62 fondues est amalgamées de maniére a former
des ponts métalliques rigides entre les paires de plages de contact
correspondantes. Les brasures 18 et 62 sont formées de préférence
d'étain; mais dans d'autres variantes, la soudure peut également étre

réalisée par exemple avec du cuivre.

Le corps de carte 66 est formé d'une couche intermédiaire de résine
70 située entre deux couches externes 68 et 69. Le support 22, a la surface
duquel sont agencées les plages de contact 20 et les gouttes de brasure
18, est enrobée par la résine 70. Cette résine 70 enrobe également
d'autres éléments de la carte en fabrication, notamment l'unité électronique
et/ou I'antenne (non représentées) incorporées dans la carte électronique.
Selon une variante de réalisation préférée, il est prévu au dos du support
22 d'agencer une couche solide 72 dont la fonction est de positionner en
hauteur le support 22 et donc les bosses de brasure 18 dans la couche
intermédiaire de résine. Ceci permet d'assurer que les plages de contact
16, définies par les bosses de brasure tronquées, affleurent la surface du
fond de la cavité lors de l'usinage ce cette cavité. En effet, on comprend
que la profondeur de la cavité est définie par I'épaisseur du connecteur
externe. Dans le cas d'une fabrication a l'aide d'une résine 70 apportée
dans un état non solide, notamment liquide visqueux ou péateux, il a été
observé que le substrat 22 a une tendance de descendre dans la résine et
reste alors relativement proche de la couche solide inférieure 69. Ceci pose
un probleme notamment dans la fabrication de cartes complexes utilisant
des résines apportées dans un état non solide pour enrober les divers
éléments et unités prévus. Grace a la couche solide additionnelle 72 prévue
au dos du support 22, il est possible de positionner de maniére relativement
précise dans I'épaisseur de la couche de résine le support 22 et donc les
bosses de brasure s'élevant des plages de contact 20.
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Dans le cadre de la présente invention, il est donc prévu un procédé
de fabrication d'une carte électronique comprenant au moins une unité
électronique et/ou une antenne incorporée dans le corps de cette carte et
des plages de contact externes, ce procédé comprenant les étapes
suivantes:

- fabrication d'un connecteur externe présentant a sa face externe
lesdites plages de contact externes et a sa face interne, opposée a la face
externe, une pluralité de plages de contact internes;

- fabrication du corps de carte avec une cavité prévue pour le
connecteur, l'unité électronique et/ou I'antenne étant reliées électriquement
a une deuxieme pluralité de plages de contact apparaissant a une surface
de la cavité prévue dans le corps de la carte;

- apport du connecteur et d'une colle dans la cavité, les premiere et
deuxiéme pluralités de plages de contact étant agencées de maniere a étre
situées l'une en face de l'autre lorsque ce connecteur est introduit dans la
cavité;

- apport de chaleur au travers du connecteur pour effectuer un
soudage de la premiére pluralité de plages de contact a la deuxieme
pluralité de plages de contact, les plages de contact de la premiere pluralité
et/ou les plages de contact de la deuxiéme pluralité étant configurées et/ou
une brasure intermédiaire étant localement déposée sur la premiére et/ou
la deuxieme pluralité de plages de contact de maniére a compenser
I'épaisseur de la colle située entre la surface de la cavité et la face interne

du connecteur une fois ce dernier fixé au corps de la carte.

Aux Figures 10 et 11 est représenté de maniere schématique un
premier mode de réalisation d'un connecteur externe selon linvention. Ce
connecteur 78 présente de maniére classique des plages de contact
externes 4 sur la face externe du support 6 et des plages de contact
internes 8 sur la face interne de ce support 6. Selon linvention, des vias
métalliques 80 de relativement grand diametre sont prévus entre les plages
de contact externes 4 et les plages de contact internes 8. Ces vias

métalliques servent premierement a la connexion électrique des plages
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externes 4 aux plages internes 8. Ensuite, ces vias 80 superposés aux
plages de contact internes 8 favorisent I'étape de soudage de ces plages
de contact aux plages de contact correspondantes du corps de carte,
comme décrit précédemment. En effet, ce substrat 6 est formé d'un
matériau isolant qui généralement conduit mal la chaleur. Par contre, les
vias métalligues 80 conduisent trés bien la chaleur. Ainsi, la chaleur
apportée au moyen du dispositif de soudage spécifique décrit
précédemment est canalisée par les vias 80 en direction des plages de
contact internes 8 et de la brasure prévue au niveau ou en-dessous de
celles-ci pour effectuer le soudage aux plages de contact internes du corps
de carte. Grace a lagencement de vias 80, tel que représenté
schématiquement a la figure 11, il est ainsi possible d'apporter moins de
chaleur lors I'étape de soudage et donc d'éviter des déformations locales
du corps de carte di a cet apport de chaleur, lequel engendre des
températures élevées pour les matériaux plastiques ou la résine formant le
corps de carte.

A la Figure 12 est représenté schématiquement en coupe un premier
mode de réalisation d'une carte électronique 82 selon linvention. Cette
carte comprend un connecteur 78A selon [invention, similaire au
connecteur 78 décrit ci-dessus et présentant une plage de contact épaisse
34. Elle est obtenue avec le premier mode du procédé de fabrication décrit
précédemment. On remarquera que chaque via 80 et la plage 34 associée
peuvent étre formées d’'un méme matériau et former ainsi ensemble un
méme élément. A la Figure 13 est représentée schématiquement en coupe
une carte électronique 82 selon un deuxieme mode de réalisation d’'une
carte selon linvention. Cette carte comprend le connecteur 78 décrit aux
Figures 10 et 11 et elle est obtenue avec le deuxieme mode du procédé de
fabrication décrit précédemment. Les plages de contact 8 peuvent étre
définies par les surfaces inférieures des vias 80. Ainsi, dans les cartes des
Figures 12 et 13 obtenues avec un connecteur selon le premier mode décrit
ci-avant, la pluralit¢ de plages de contact métalliques externes 4 sont
respectivement reliées électriquement a la pluralité de plages de contact
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métalliques internes 20 par une pluralité de parties métalliques 18+34+80,
respectivement 18,62+8+80 qui sont formées chacune au moins
partiellement par une brasure et qui traversent le support isolant 6 par des
ouvertures respectives prévues dans ce support isolant. La carte
électronique 82, 84 selon linvention est caractérisée par le fait que la
pluralité¢ des parties métalliques sont respectivement couvertes par la
pluralit¢ de plages de contact métalliques externes 4 qui ferment les
ouvertures du support isolant 6 du c6té de sa face externe, cette pluralité
de parties métalliques formant respectivement des ponts de jonction entre
les surfaces arriéres de la pluralité de plages de contact métalliques
externes 4 et la pluralité de plages de contact métalliques internes 20. En
plus des variantes déja mentionnées pour obtenir des plages de contact
épaisses 34 et pour réaliser les soudures prévues entre des plages de
contact internes du connecteur et des plages de contact correspondantes
agencées a une surface de la cavité formant logement pour ce connecteur,
divers modes de réalisation avantageux et des variantes spécifiques de la

présente invention seront décrits ci-apres.

La Figure 14 montre un deuxiéeme mode de réalisation d’un
connecteur 90 selon linvention. Le support isolant 6 présente des
ouvertures 92 qui sont fermées du cbété de la face externe 31 par des
plages de contact métalliques externes 4. Chaque ouverture 92 est remplie
d'une pate de brasure 94 sensiblement jusqu’au niveau de la face interne
33 du support isolant, cette brasure étant déposée sur la surface arriére 5
des plages 4. Les ouvertures ont un axe central 96 perpendiculaire a la
face externe 31 et donc au plan défini par les plages 4. Ces plages 4 sont
de préférence réalisées avec un film ou une feuille métallique (notamment
du cuivre) déposé sur la face externe 33 du support 6. Elles présentent une
certaine rigidité qui est suffisante pour rester plane au-dessus des
ouvertures du support isolant, également lors de I'apport de chaleur pour
effectuer le soudage prévu. On notera que seulement une ou deux plage(s)
externe(s) est/sont représentée(s) entierement a la Figure 14 et aux Figures
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suivantes, mais le connecteur peut présenter plusieurs plages de contact

externes, notamment deux rangées de trois ou quatre plages.

La Figure 15 montre un troisieme mode de réalisation d’une carte 98
selon l'invention. Cette carte comprend un corps de carte 12 du type décrit
précédemment qui comprend des plages de contact métalliques internes 20
généralement agencées sur un support isolant 22. Dans la cavité de ce
corps de carte est logé le connecteur 90, sans film de colle entre ce dernier
et la surface 15 de la cavité. Les plages internes 20 sont agencées sous
ledit connecteur externe et respectivement alignées sur les plages externes
4 selon la direction 96 perpendiculaire a la face externe 31. Lors de la
fabrication de la carte 98, comme exposé précédemment, on apporte de
maniére localisée sur les plages externes 4 de la chaleur pour effectuer une
connexion soudée. Cette chaleur est directement transmise a la pate de
brasure 94 qui est posée sur la surface arriere 5 des plages externes. Avec
un apport contrélé de chaleur, la brasure dans chaque ouverture 92 fond et
la chaleur arrive aisément au travers de cette brasure a la bosse de brasure
18 située en regard de l'ouverture 92 correspondante et déposée sur la
plage interne 20. Cette brasure 18 fond au moins en surface et se lie avec
la brasure 94 en fusion, laquelle apres refroidissement forme une brasure
95 avec un volume légérement inférieur d0 & sa contraction. Il apparait ainsi
de petits vides entre la brasure 95 et la surface latérale des ouvertures 92,
comme montré schématiquement a la Figure 15. Au final, la carte 98 a une
pluralité de plages externes 4 respectivement reliées électriquement une
pluralité de plages internes 20 par une pluralité de parties métalliques 100
qui sont formées chacune au moins partiellement par une brasure et qui
traversent le support isolant 6 par des ouvertures respectives 92 prévues
dans ce support isolant. Dans la variante représentée, les parties

métalliques 100 sont entierement formées de brasure.

La Figure 16 montre une carte électronique 98A selon un quatriéme
mode de réalisation de l'invention. Cette carte se distingue de celle de la
Figure 15 par le fait que le connecteur, en plus d’étre soudé au corps de
carte, est collé sur la surface 15 de la cavité ou il est logé. En utilisant le
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connecteur tel que représenté a la Figure 14, on comprend qu’il y a un
déficit de brasure dans les ouvertures 37 du film de colle 36 utilisé.
Cependant, lors de la fusion de la brasure 94, cette derniére coule en
direction de la brasure 18 et la soudure traverse alors aussi les ouvertures
du film de colle. On notera que d'autres connecteurs selon linvention

décrits par la suite peuvent étre avantageusement utilisés.

Dans tous les dessins de cartes selon linvention, des bosses de
brasure 18 sont déposées sur les plages internes 20, ces bosses étant a
l'intérieur du corps de carte et présentant généralement une surface
supérieure tronquée lors de l'usinage de la cavité, lesquelles définissent
initialement des plages de contact intermédiaires. Cependant les cartes
selon la présente invention ne se limitent pas a un tel agencement. En
effet, dans d’autres variantes non représentées, les plages internes 20
peuvent chacune directement affleurer une surface de la cavité réalisée
dans le corps de carte et la soudure prévue est effectuée de préférence
avec la brasure que contient le connecteur sous ses plages externes. On
notera encore que la brasure, dans d’autres variantes de fabrication, peut
étre déposée, préalablement a l'apport du connecteur, sur les plages
internes lorsqu’elles sont apparentes dans la cavité ou sinon sur les bosses
de brasure 18. On comprend que les ouvertures 92 du connecteur peuvent
étre partiellement remplies de brasure, voire étre vides lors de I'apport de
ce connecteur dans la cavité, la brasure déposée sur les plages apparentes
dans la cavité remplissant alors au moins partiellement les ouvertures du
support isolant. Le dosage est effectué de maniére que la brasure dans ces
ouvertures soit en contact avec la surface arriere des plages externes 4. On

peut ainsi également obtenir aprés le soudage une carte selon l'invention.

La Figure 17 montre un connecteur 104 selon un troisieme mode de
réalisation. Il se distingue de celui de la Figure 14 par le fait que la paroi
latérale des ouvertures 92 est recouverte d’'une couche métallique 106
adhérant correctement a cette paroi latérale. Cette couche 106 définit une
couche d’accrochage pour la pate de brasure 94 en fusion. Elle comprend

avantageusement un flash d'or supérieur, lequel recouvre aussi de
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préférence la surface arriere des plages de contact externes. Ainsi, lors du
soudage prévu, la brasure fondue 95 se lie aisément a cette couche
métallique et a la face arriere des plages externes. On obtient alors des
parties métalliques 100A avec de l'air et/ou un liant résiduel situé plutét a
l'intérieur de ces parties métalliques, comme représenté schématiquement
a la Figure 18 qui est une variante du troisieme mode de réalisation d’une

carte 110 selon l'invention.

La Figure 19 montre un connecteur 114 selon un quatrieme mode de
réalisation. Il se distingue par le fait que la métallisation 106 se prolonge a
la périphérie de chaque ouverture 92 par une couche métallique 107 de
méme constitution. Les trous 92 étant normalement circulaires, la couche
107 définit généralement une plage de contact annulaire. Un film de colle
36 est appliqué contre la face interne 33 du support isolant. Il présente des
ouvertures alignées chacune sur les ouvertures correspondantes du
support 6 avec un diameétre correspondant sensiblement au diamétre
externe de la couche 107. Comme dans le cas du deuxiéme mode de
fabrication décrit précédemment, la brasure 94, en plus de remplir les
ouvertures 92, remplit les ouvertures du film de colle. La brasure peut étre
apportée ici avec un petit surplus qui est enlevé avec une lame, comme
représenté a la Figure 8C. On remarquera que les connecteurs 90, 104 et
114 décrits ci-avant peuvent avantageusement étre passés dans un four
pour sécher la pate de brasure avant leur assemblage au corps de carte.
La Figure 20 montre une premiére variante dans laquelle la brasure 94 est
apportée par un dispositif-doseur qui dépose dans chaque ouverture 92 du
connecteur 116 une dose précise qui est supérieure au volume de
l'ouverture 92, de maniére a remplir au moins partiellement 'ouverture
correspondante du film de colle lors de l'introduction du connecteur dans la
cavité du corps de carte et a recouvrir de préférence la plage de contact
annulaire 107. A noter que dans ce cas-ci, le film de colle peut étre apporté
séparément du connecteur dans la cavité correspondante du corps de
carte. Apres introduction du connecteur 114 ou 116 dans cette cavité et
apport de chaleur pour effectuer le soudage prévu, on obtient une carte 120
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telle que représentée schématiquement a la Figure 21. Cette carte présente
une partie métallique 100B entre les plages externes 4 et les plages
internes 20 qui épouse essentiellement la forme définie par les ouvertures
92 et 37 (Figure 20).

A la Figure 22 est représenté schématiquement un connecteur 124
qui définit une deuxieme variante du connecteur 114. Ce connecteur se
distingue par le fait que la brasure apportée dans les ouvertures 92 se
présente sous deux formes, une premiere partie 126 sous forme de métal
compact, c’est-a-dire fondue et durcie, et une deuxieme partie 128 sous
forme de pate. Dans I'exemple représenté, une brasure sous forme de pate
est premierement introduite dans les ouvertures 92. Ensuite, les
connecteurs sont passés dans un four et la pate fond en se contractant de
sorte que la brasure 126 ne remplit pas les ouvertures 92. Une péate de
brasure 128 est ensuite apportée par une technique de sérigraphie avec
une épaisseur suffisante pour que cette pate atteigne au moins la surface
externe du film de colle 36. Une petite surépaisseur, comme dans le cas de
la Figure 19, est avantageusement prévue pour remplir au mieux I'ouverture
37 lors du placement du connecteur dans un logement lors de la fabrication
d'une carte selon l'invention, et pour assurer dés avant la fusion de la pate
de brasure un contact entre celle-ci et une plage de contact affleurant une
surface du fond du logement.

Aux Figures 23A, 23B sont respectivement représentées deux
variantes du troisieme mode de réalisation d’un connecteur. Ces variantes
peuvent aussi étre prévues dans le cadre du deuxiéme ou quatrieme mode
de réalisation. Elles se distinguent essentiellement en ce que les ouvertures
92 sont remplies de brasure 132 sous forme de métal compact, c’est-dire
d'une brasure ayant été fondue pour remplir ces ouvertures et ensuite
durcie en refroidissant. On peut soit apporter de la pate de brasure puis la
fondre, soit apporter directement avec un doseur de la brasure liquide qui
se durcit ensuite dans les ouvertures. Ce dernier cas demande un dispositif
plus complexe. Dans le cas de I'apport de pate de brasure, pour remplir les

ouvertures 92, on peut prévoir un remplissage en deux étapes dans
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chacune desquelles une pate de brasure est déposée dans les ouvertures
puis fondue. Le connecteur 130 présente des ouvertures 92 sensiblement
remplies de brasure jusqu’au niveau de la face interne 33, alors que le
connecteur 134 présente des plots de brasure 132 dont la surface
supérieure est quasi au niveau de la surface externe du film de colle 36. Ce
dernier peut étre collé préalablement sur la face interne 33 du connecteur
apres la formation du plot de brasure 132A ou étre apporté dans la cavité
du corps de carte avant ou simultanément a l'apport du connecteur. Les
plots de brasure 132 et 132A définissent des vias métalliques de
relativement grand diametre. Ce diamétre est supérieur a 200 microns et de
préférence supérieur a 500 microns. La hauteur de ces plots varie en
fonction de I'épaisseur du support isolant 6, par exemple entre 150 et 250
microns. Contrairement a un via électrique classique qui est de petit
diameétre (généralement d’environ 100 microns ou moins) ou vide dans sa
partie centrale lorsque ce diamétre augmente, les plots ou vias selon
l'invention ont un relativement grand diamétre et sont massifs, la majeure

partie des ouvertures du support isolant étant remplie de métal.

Aux Figures 24A et 24B sont représentées deux variantes d’'un
cinquieme mode de réalisation dun connecteur particulierement
avantageux. Ce mode s’apparente au quatrieme mode décrit
précédemment mais s’en distingue par le fait que la couche métallique
périphérique 107A présente une épaisseur relativement importante qui est
sensiblement égale ou supérieure a 30 microns (30um), par exemple entre
30 et 70 microns, et de préférence sensiblement égale a I'épaisseur de la
couche de colle dans le cas ou elle est prévue. Les couches métalliques
minces des Figures 19 et 20 peuvent étre déposées sous vide par diverses
technologies connues de 'homme du métier. Elles peuvent notamment
comprendre plusieurs sous-couches pour ameliorer la fonction d’interface
d’adhésion. Les couches métalliques épaisses sont formées de préférence
par un premier dép6t d’au moins une couche mince par une technique de
dépbt sous vide, par exemple par évaporation, puis par un dépb6t
galvanique permettant d’obtenir aisément I'épaisseur désirée. Un flash d’or
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terminal peut étre prévu. Dans ce cas, la couche 106A recouvrant la paroi
latérale des ouvertures 92 est aussi relativement épaisse bien qu’elle
puisse étre de moindre épaisseur. Les surfaces arrieres des plages
externes fermant les ouvertures sont généralement aussi recouvertes d’une
couche de méme nature. Le connecteur 136 a les trous borgnes définis par
la couche métallique 106A+107A rempli de pate de brasure 94
sensiblement jusqu’au niveau du haut le la couche périphérique 107A, alors
que le connecteur 140 a ces trous borgnes remplis d’'une brasure 132.

A la Figure 25 est représenté un cinquiéme mode de réalisation
d’'une carte selon l'invention. Cette carte 144 est formée d’un corps de carte
12 et du connecteur 140 de la Figure 24B. Aucun film de colle n’est prévu
ici. Les soudures effectuées au niveau de chaque plage externe servent a
établir un contact électrique fiable et également a fixer le connecteur dans
la cavité. La partie métallique 100C est entierement pleine et compacte.
Dans une variante on prend le connecteur 136 de la Figure 24A. A la Figure
26 est représenté un sixieme mode de réalisation d'une carte selon
linvention. Cette carte 148 est formée d'un corps de carte 12 et du
connecteur 136 de la Figure 24A. Comme expliqué précédemment, la pate
de brasure en fondant se contracte un peu en laissant apparaitre au moins
un espace d’air ou de liant dans la partie métallique 100D obtenue. Dans ce
cas-ci, une couche de colle 36 d’une épaisseur sensiblement égale a celle
des plages périphériques 107A est agencée entre le support isolant et le
fond de la cavité. Dans une variante on prend le connecteur 140.

On notera finalement que la technique de l'invention pour obtenir des
plages de contact externes d’'un connecteur externe soudées a des plages
de contact internes d’'un corps de carte peut étre aussi utilisées pour
effectuer des points de soudure supplémentaires entre le connecteur et le
corps de cartes sans fonction électrique, de maniére a améliorer la fixation
de ce connecteur au corps de carte et notamment éviter I'apport d’un film

de colle.
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REVENDICATIONS

1. Carte électronique comprenant :

- un connecteur externe qui comprend un support isolant, définissant
une face externe et une face interne opposées l'une a l'autre, et une
pluralité de plages de contact métalliques externes qui sont agencées sur
ladite face externe de ce support isolant;

-un corps de carte présentant un logement dans lequel ledit
connecteur externe est agencé;

- une unité électronique et/ou une antenne incorporée(s) dans ledit
corps de carte et reliée(s) électriguement a une pluralité de plages de
contact métalliques internes qui sont agencées sous ledit connecteur
externe et respectivement alignées sur la pluralité de plages de contact
métalliques externes selon une direction perpendiculaire a ladite face
externe;
ladite pluralité de plages de contact métalliques externes étant
respectivement reliées électriquement a la pluralité de plages de contact
métalliques internes par une pluralité de parties métalliques qui sont
formées chacune au moins partiellement par une brasure et qui traversent
ledit support isolant par des ouvertures respectives prévues dans ce
support isolant;
cette carte électronique étant caractérisée en ce que ladite pluralité de
parties métalliques sont respectivement couvertes par la pluralité de plages
de contact métalliques externes qui ferment lesdites ouvertures du support
isolant du cbté de sa face externe, cette pluralité de parties métalliques
formant respectivement des ponts de jonction entre les surfaces arrieres de
la pluralité de plages de contact métalliques externes et ladite pluralité de
plages de contact métalliques internes.

2. Carte électronique selon la revendication 1, caractérisée en ce
que lesdites parties métalliques présentent dans lesdites ouvertures dudit

support isolant un diamétre suffisamment grand pour canaliser, lors de la
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fabrication de la carte électronique, un apport de chaleur au travers de ce
support isolant qui soit suffisant pour fondre ladite brasure située au niveau
de ladite face interne dudit support isolant ou au-dessous et réaliser ainsi
un soudage dudit connecteur a la pluralité de plages de contact métalliques
internes.

3. Carte électronique selon la revendication 1, caractérisée en ce
que lesdites parties métalliques présentent dans lesdites ouvertures dudit
support isolant un diametre supérieur a 0,2 mm (200 pm).

4. Carte électronique selon la revendication 1, caractérisée en ce
que lesdites parties métalliques présentent dans lesdites ouvertures dudit
support isolant un diametre supérieur a 0,5 mm (500 pm).

5. Carte électronique selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que lesdites ouvertures dudit support

isolant sont au moins en majeure partie remplies de brasure.

6. Carte électronique selon la revendication 5, caractérisée en ce
que lesdites ouvertures sont remplies sensiblement entierement de métal

dont la majeure partie est formée par une brasure.

7. Carte électronique selon la revendication 5 ou 6, caractérisée
en ce que lesdites ouvertures dudit support isolant ont leur paroi latérale
recouverte d’'une couche métallique formant une interface d’adhésion pour

ladite brasure située dans ces ouvertures.

8. Carte électronique selon la revendication 7, caractérisée en ce
que des plages métalliques périphériques entourant lesdites ouvertures du
support isolant sont agencées sur ladite face interne dudit support isolant.

9. Carte électronique selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'un film de colle, présentant des

ouvertures respectivement alignées sur lesdites ouvertures dudit support
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isolant, est agencé entre ladite face interne dudit support isolant et une
surface dudit logement située en regard de cette face interne.

10. Connecteur externe destiné a étre logé dans une cavité d’'une
carte électronique comprenant dans le corps de carte une unité
électronique et/ou une antenne, ce connecteur comprenant un support
isolant, présentant une face externe et une face interne opposées l'une a
l'autre et une pluralité d'ouvertures, et une pluralité de plages de contact
métalliques externes qui sont agencées sur ladite face externe de ce
support isolant, caractérisé en ce que ladite pluralité d’ouvertures sont
respectivement couvertes par la pluralité de plages de contact métalliques
externes qui ferment ces ouvertures du c6té de la face externe dudit
support isolant, et en ce que ladite pluralité d’ouvertures sont remplies au
moins en majeure partie d’'une brasure.

11. Connecteur selon la revendication 10, caractérisé en ce que
ladite pluralité d’ouvertures sont remplies sensiblement entierement de

métal dont la majeure partie est formée par une brasure.

12. Connecteur selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce

que ladite brasure est au moins partiellement sous forme d’une pate.

13. Connecteur selon I'une des revendications 10 a 12, caractérisé
en ce que ladite brasure est au moins partiellement formée par un métal
plein.

14. Connecteur selon 'une des revendications 10 a 13, caractérisé
en ce que ladite pluralité d’ouvertures dudit support isolant ont leur paroi
latérale recouverte d’'un film métallique formant une interface d’adhésion

pour ladite brasure située dans ces ouvertures.

15.  Connecteur selon I'une des revendications 10 a 14, caractérisé
en ce qu’il présente des plages métalliques périphériques entourant
chacune la pluralité d’ouvertures dudit support isolant.
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16. Connecteur selon la revendication 15, caractérisé en ce que
lesdites plages métalliques périphériques ont une épaisseur sensiblement
égale ou supérieure a 30 microns (30um).

17. Connecteur selon l'une quelconque des revendications 10 a
16, caractérisé en ce qu’un film de colle, présentant des ouvertures
respectivement alignées sur ladite pluralité d’ouvertures du support isolant,
est déposé contre la face interne de ce support isolant.

18. Connecteur selon la revendication 17, caractérisé en ce que les
ouvertures du film de colle ont un plus grand diamétre que celui de ladite
pluralité d’ouvertures dudit support isolant.

19. Connecteur selon la revendication 17 ou 18, caractérisé en ce
que ladite brasure remplit ladite pluralité d’ouvertures dudit support isolant
et est apportée dans chacune de celles-ci avec un surplus correspondant
sensiblement au volume de l'ouverture correspondante dudit film de colle

ou a un volume inférieur a ce volume.

20. Connecteur selon la revendication 15 et 'une quelconque des
revendications 17 a 19, caractérisé en ce que lesdites plages métalliques
périphériques ont une épaisseur sensiblement égale a celle dudit film de
colle.



